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【緒言】我々は，ビスー（4-アミノフェニル）エーテルの2, 2'位にフェニル基を有するジアミン，ビ

スー（4－アミノ-2－ビフェニル）エーテル１からポリイミドを合成し，2, 2'位にフェニル基がポリイミ

ドの性質に影響を及ぼすことを報告している［1-2］。そこで，本研究では, 1と類似構造のジアミン1,4－

ビス（4-アミノ-2-フェニルフェノキシ）ベンゼン2, 4,4'-ビス（4－アミノ-2-フェニルフェノキシ）ビ

フェニル３からポリイミドを合成し，その性質を検討した。

　【実験】本研究で用いたジアミン2, 3は, 1を合成するのに用いた4-フルオロー3－フェニルニトロベ

ンゼンから合成した。

　ポリイミドは，ポリアミド酸を経由する二段階法により合成した（下式）。 ＮＭＰ中で種々の芳香族

酸無水物と反応させポリアミド酸とし，この溶液をガラス板上にキャストしてフイルムとした。これ

を減圧下で100℃－1時間，200゜C－l時間, 300゜C－l時間，熱処理してポリイミドフイルムを得た。

　【結果と考察】ポリアミド酸PAA2、PAA3への合成結果をそれぞれTable 1、Table2に示す。固有粘

度の値が0.5 以上のポリアミド酸が、ほぼ定量的な収率で得られた。これらのポリアミド酸から熱処

理して強靭なポリイミドフィルムに変換することができた。
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　得られたポリイミドの熱的性質を調べるため,示唆走査熱量測定（Dsc）, 動的粘弾性測定（DMA),

及び熱重量分析（ＴＧＡ）を行った。ポリイミドPI2，PI3のDSC, DMAにより求められたガラス

転移温度（Tfe）および, TGAにより求められた10%重量減少温度(71o）の値をそれぞれ, Table 3,

Table 4 に示す。政の値はポリイミドPI2では220～254°Cであり，ポリイミドPI3では211～268°C

であり，ポリイミドPI3の方が僅かに高かった。ポリイミドPI3さえも１から合成されたポリイミド

のTfe値よりも小さく，エーテル結合が増えたため，ポリイミド分子の屈曲性が増したことが示唆され

た。酸無水物b, c,d,e,fからのポリイミドの政値はほとんど等しく，政値はフェニレン基の長さには

依存しなかった。ポリイミドPI2とPI3は同等の熱安定性を示した。
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　ポリイミドPI2とPI3の溶解性をそれぞれTable 5, Table 6 に示す。屈曲系の連結基を有する酸

無水物g,h,iから合成されたポリイミドは加熱することにより，ほとんどがアミド系溶媒やm －クレ

ゾールに可溶であったが，共役構造の酸無水物b,c,d,e,hからのポリイミドはPI2が加熱することによ

り有機溶媒に可溶であったが，ほとんどが加熱しても有機溶媒に不溶であり，1からのポリイミドほど

の溶解性を示さなかった。
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【結論】本研究では，ビスー（4-アミノー2－ビフェニル）エーテル１と類似構造のジアミン1,4-ビス（4-

アミノ-2-フェニルフェノキシ）ベンゼン2, 4,4'－ビス（4－アミノー2－フェニルフェノキシ）ビフェニル３

からポリイミドを合成し，その性質を検討した。屈曲性のエーテル結合が１からのポリイミドよりも

多いため，ガラス転移温度は若干低くなった。また２からのポリイミドは１からのポリイミドと同等

の溶解性を示したが,3からのポリイミドは屈曲系の連結基を有する酸無水物からのものだけがアミド

系溶媒，ｍ－クレゾールに加熱することにより溶解した。
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